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[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 6, iar de catre autoritatea contractanta — in coloanele 1, 2, 5, 7]

Numarul licitatiei: 21023981

Data: 07.06.2020 - 10.06.2020

Alternativa nr.:

Denumirea licitatiei: Piine si chifle Lot: Pagina: __din __
Tara P, o o Specificarea tehnici
Specificarea tehnica deplina pect g a
Codul Denumirea bunurilor de | broducatorul | solicitata de catre autoritatea | PrOPUSA de catre ofertant | Standard de
CPV origi- 8 [se va completa aldturi de referinta
ne contractanta cerinzele din coloana 8]
1 2 3 4 5 6 7
MD | ,,Franzeluta”S.A. ~ S fsios A HG Nr.775 din
Paine din faina de griu, c/s, Paine din faina de gréu c/s, 0,43 Pag/nse g |23fi|natg%ggau 03.07.2007, HG
1 158%71100 t/a, coapta in forma, 350- kg, t/amb, fortificata cu Acid forti fi’cai‘ cu %\ci d Fo’lic Nr.520 din
800gr. Folic, Fe+ a ' | 22.06.2010, 1SO
Fe+ 22000:2005
MD | ,Franzeluta”S.A. | Paine din amestec de faina de Paine din amestec de HG Nr.775 din
Paine din amestec din faina grau c. | si faina de secara, 0,5 | faina de grauc. I si faina | 03.07.2007, HG
o | 15811100 de grau de calitatea 11 si I, kg amb , de secari, 0,5 kg amb , Nr.520 din
- amestic de faina de secara, Paine din amestec de faina de Paine din amestec de 22-2%6-20_120' ISO
Tn ambalaj. gréu c. Il si faina de secara, 0,5 | faina de grau c. Il si faina 000:2005
kg, amb de secar, 0,5 kg, amb
_ _ MD | ,,Franzeluta”S.A. HG Nr.775 din
15811200 Chifla dulce, cu stafide sau Chifla ,,Cu magiun”, 0,16 kg (2 | Chifla ,,Cu magiun”, 0,16 03.07.2007; HG
3 3 magiun, 80-100 gr. In buc*0.08 ka). amb Ka (2 buc*0.08 ka). amb Nr.520 din
ambalaj 08 kg), 9( 08 kg), 22.06.2010, 1SO
22000:2005
Semnat: Numele, Prenumele: Colta Nina 1n calitate de: Reprezentant

Ofertantul: Combinatul de Panificatie din Chisinau ,,Franzeluta” S.A. Adresa: str.Sarmizegetusa,30
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